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Electronic cards, labels, etc. are produced continuously by extruding strip and then 
cutting to desired format or dimensions 
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Abstract of FR2806029 

Portable objects are produced continuously by extruding a strip and then cutting it on line into ISO card format or 
other dimensions. Independent claims are included for the following: (a) Depositing microcircuits or integrated 
circuits for an ISO card into an extruded strip while it is moving, (b) Attaching microchips to an extruded strip and 
after the strip has been into cards, etc. the chips are connected by metallization or serigraphy (c) Forming a cavity 
in a moving extruded strip for subsequently receiving a microchip, (d) Applying to an extruded strip downstream of 
an extruder a security and/or decorative element, magnetic strip, a scratchable or a security finish. Preferred 
Features: The microchip, etc is attached mechanically, chemically or physically. The temperature of the freshly 
extruded strip activates adhesive on the security element or forms a direct mechanical bond with the element. A 
base for electrical contact pads is also formed during the extrusion process. The cards are printed on before or 
after being cut to size. 
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PROCEDE DE FABRICATION D'OBJETS PORTABLES. 

(5^ Dans la fabrication d'objets portables, comme par 
exemple les cartes electroniques comprenant une plaque 
formee par extrusion, it est pn§vu de reports directement les 
Elements decoratifs et eventuellement le module des la fa- 
brication de la plaque. 
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La prSsente invention concerne la fabrication d'objets portables tels que par 
exemple etiquettes electroniques ou cartes. Ces objets portables comme pour les 
cartes Electroniques peuvent etre de type a contact ou sans contact du fait de leur 
aptitude a echanger des informations par 1' intermediate de contacts ou a 
distance avec un lecteur suivant un mode lecture ou bien un mode 
Ecriture/lecture. 

Dans un procEde connu de fabrication d'une carte, est mise en oeuvre la 
technique dite de lamination. Elle consiste ici a disposer entre les plateaux d'une 
presse un empilement de feuilles thermoplastiques, prealablement imprimees ou 
pas. Par elevation de la temperature et de la pression est ainsi constitute une 
plaque dans laquelle il est possible de dtcouper des corps de carte. Ces corps de 
carte doivent ensuite etre usiner pour rtaliser une cavite\ Cette cavite est 
destinee a recevoir le micromodule, fixe au corps de carte par collage. 
L'inconvenient de ce procede est le grand nombre d'operations qu'il necessite : 

- L'impression des feuilles de plastiques 

- L' assemblage des feuilles 

- La lamination 

- La decoupe au format des cartes 

- L'usinage de la cavite 

- Le report du micromodule dans la cavite 

Par ailleurs les investissements d'6quipements sont tres lourds et la productivity 
est tres faible. 

II est propose une solution a ce probleme selon laquelle le corps de carte est 
obtenu directement avec sa cavite par le procede bien connu de Projection de 
thermoplastique. Ce procede consiste a injecter de la matiere thermoplastique a 
l'etat liquide dans un moule prgsentant la forme d'une carte normalisee sans son 
module. 

Ce procede a toutefois le dtsavantage d'etre de mise en oeuvre complexe. Les 
investissements sont lourds, les choix de materiaux sont limites. 

La presente invention procede d'une recherche d'une nouvelle solution de 
fabrication d'objets portable comme une carte pour satisfaire aux objectifs 
d'automatisation de fabrication et de production en grande strie a cadence 
6lev6e et supprimer les inconvenients connus dans Tart ant6rieur. 
Le procedt d'extrusion consiste a pousser en continu la dite matiere ramollie par 
la chaleur a travers une filiere qui definit la gtometrie du profile a section droite 
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1 . ) Proc£d6 de fabrication d'objets portables en continue par extrusion, 

caracteris£ en ce qu'il comprend les etapes suivantes : 

- Extrusion de la dite plaque. 

- D6coupe en ligne au format carte ISO ou dimensions differentes. 

2. ) Proc6de de fabrication selon la revendication 1, caracteris6 en ce 

qu'il comprend une etape de d6pot sur au moins une surface de la 
dite plaque d'ei&ments s^curitaires et, ouM6coratifs. 

3. ) Proc6d6 de fabrication selon la revendication 2, caract6ris6 en ce 

que lors de l'£tape de dep6t un module est ms6r& dans la dite plaque 
par pression m^canique. 

4. ) Proc6de de fabrication selon la revendication 3, caracteris6 en ce 

que le d£p6t est realise en continu. 

5. ) Proc6de de fabrication, selon une quelconque des revendications 

pr6c£dentes, caract6ris6 en ce qu'il est utilise la temperature elevde 
de la plaque extrud£e pour activer une colle, fixant physiquement le 
module dans la plaque. 

6. ) Proc6d6 selon la revendication 2, caracteris£ en ce qu'il est utilise le 

ramollissement de la mati&re extnutee pour ancrer m^caniquement 
le module. 

7. ) Proc£de selon la revendication 2, caracteris£ en ce que suite & 

1'etape d'extrusion a lieu en ligne une etape de matri9age ou 
formage (19) de la plaque extrud£e (20) a F6tape de depose du 
circuit int€gx6 permettant ult^rieurement la realisation des plages de 
contact. 

8. ) Proc^de de depose des micromodules ou des circuits int6gr6s au pas 

des cartes ISO sur la plaque extrudee sans arret de celle-ci ou & tout 
autre pas. 

9. ) Proc£d£ de fabrication selon la revendication 2 ou 3, earacteris6 en 

ce que le module est fix6 a la dite plaque par des moyens 
m^caniques, physiques ou chimiques. 
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constante qui est refroidi en forme. Une extrudeuse utilisee pour ce precede 
n'est pas Fobjet de 1' invention. 

A cet effet, l'invention consiste en un precede d'extrusion afin d'obtenir une 
plaque de thermoplastique (1). 

Un module devant etre reporte sur la plaque extrudee est issu d'une bobine de 
film contenant de nombreux modules. Par module, il s'agit d'un objet 
electronique assemble sur un support a contact. Ce film est decoupe (18) afin 
d'obtenir des modules. Le module une fois decoupee et sans 6tre lache est 
directement insere (19) dans la plaque au plus pr6s de 1' extrudeuse. La plaque 
contenant les modules distants d'un pas constant passe entre des rouleaux de 
calandrage (5). La Fig. 3 est une vue schematique en coupe illustrant dans son 
principe un dispositif de decoupe et depose en continu d'un module utilise dans 
une forme de mise en ceuvre du precede selon 1' invention. 

Les Stapes suivantes de refroidissement (6) et de marquage (7) sont faites 
mdifferemment dans un ordre ou un autre. 

Par marquage on entend tout report sur la plaque, d' impression ay ant pour 
fonction le cosmetique ou Ie securitaire. 

Fig. 2 - Dans une forme de realisation de 1' invention, un matricage (15) est 
effectue en sortie de filiere. II est obtenu ainsi une cavite sur la plaque (17) 
pouvant recevoir par exemple un micromodule ou tout autre objet. 
Selon une autre caracteristique de 1' invention, l'etape de decoupe (12) 
comprend une phase prealable de reperage (10), en vue du positionnement pom- 
la decoupe proprement dite, le reperage consistant en une detection du 
micromodule en surface de la plaque ou d'une marque tealisSe dans la plaque 
lors de la depose du module. 

Dans une variante de l'invention, il est prtvu de fabriquer des objets portables 
tel que cartes plastiques, par exemple, sans micromodules, mais ne comportant 
que des elements de decoration ou s6curitaire. Dans ce cas le reperage avant 
decoupe de la plaque (1) en carte par exemple(l 1) est effectu£e sur ces elements 
decoratifs ou securitaires. 

Afin d'obtenir une decoupe de bonne qualite il est possible d'avoir recours au 
precede bien connu de la decoupe poincon matrice. Dans ce cas il est pr£vu un 
buffer (9) car ce precede etant altematif, il ne peu s'effectuer sur une avance en 
continu de la plaque. 

Les chutes de matures (13) resultant de la decoupe peuvent, suite a un broyage, 
etre directement renvoye en entree d'extrudeuse et ainsi &tre avantageusement ' 
recycle immediatement. 

La largeur de la plaque extrudee comporte une, deux ou plus d' objets portables. 



q 2806029 

10. ) Proc£d6 de fixation et ancrage de puces nues sur la plaque extrud6e. 

Ces puces, une fois la carte d6coup6e ou toutes autres geometries, 
pouvant etre connecter par sdrigraphie ou metallisation & des plages 
de connections. 

1 1. ) Proc£de selon la revendication 8, caracterisS par une fixation de 

puce tres fine (25jim par exemple) en surface de la plaque en mode 
continu, sans creation de cavity sp^cifique. 

12. ) Proc6d6 caract6ris6 par le Formage (15) d'une cavite pendant 

Tavance de la plaque apr6s la filtere (22) d'extrusion. Cavit6 dans 
laquelle peut-etre d6pos6 de la colle pour un report a posteriori d'un 
micromodule de fonctionnement & contact ou sans contact selon la 
revendication 10. 

13. ) Proc£d6 selon les revendications 2, 6, 10, caracteris6 par la creation 

d'une pression en continu sur le module (5), position^ dans la 
plaque, ceci afin de le positionner pr6cis6ment et disablement. 

14. ) Proc6d6 caract6ris6 par la D6pose en ligne, d'element s6curitaire et 

ou d6coratif (7) pavet s^curitaire, pavet grattable, piste magnetique 
... sur la plaque issue directement d'extrusion. 

15. ) Proc6d6 selon la revendication 14, caract6ris6 en ce que toutes les 

techniques d 5 impression sont possibles sur la plaque en continu 
avant ou apr£s d6coupe au format carte (jet d'encre, laser, 
estampage, motif en relief, tampographie, s&igraphie, offset, 
Heliographie, flexographie...). 

16. ) Proc6d6 caracterisS en ce qu'il comprend une 6tape de decoupe (12) 

au format final (11) dans laquelle est pr6vue une phase de rep6rage 
(10) au pr6alable du micromodule et/ou d'une marque g6n6ree lors 
de la depose du micromodule , selon les revendications ( 5, 6, 10)ou 
V impression selon les revendications 14, 15. 

17. ) Proc£d6 selon la revendication 14, caract£ris£ en ce que suite & 

retape d'extrusion et avant, pendant ou apr£s refroidissement (6) ai 
lieu une etape de decoupe (12) au format carte ISO ou tout autre 
gSometrie (11) tel que micro-carte, barrette, etiquette... 

18. ) Proc6de selon la revendication 6, caracteris6 en ce que la decoupe 

des modules ou micromodules est faite par un outil rotatif, le 
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transfert de ces modules decoupes sur la plaque extrudee et fait 
directement ou soit par une roue de depose intermediate (25). 

Revendications independantes.) Precede selon la revendication 7, 
caracterise en ce que la decoupe et la depose du micromodule se fassent au 
travers de Toutil (12) sur l'element presseur (22). Cet element presseur deposant 
ensuite le module (23) sur la plaque, selon la revendication 6. 
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